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LTCC - die zwingende

Alternative

Die steigende Zahl elektronischer Bauelemente und die geforderte stédndig wachsende
Packungsdichte machen es notwendig, liber neue Moglichkeiten im Packaging nach-
zudenken. Eine der interessantesten und zukunftstriachtigsten Technologien ist LTCC
(Low Temperature Cofired Ceramic), die niedrig sinternde Keramik. Im Folgenden wird
ein Uberblick iiber den aktuellen Stand der Technik und das weitere Potential dieser
Technologie gegeben. Der Fachbereich Elektrokeramik der IBM Deutschland Produktion
GmbH sieht diese Technologie als erfolgversprechendes Geschiftsfeld an. Eine entschei-
dende Rolle kommt hierbei der Materialentwicklung zu. Der Produktbereich Dickfilm
der W. C. Heraeus GmbH arbeitet derzeit an einer weiteren Optimierung seines beste-
henden LTCC-Systems. Hauptziel ist es, ein durchgéngig qualifiziertes Materialsystem
auf dem Markt anbieten zu konnen.

Die sténdig steigende Integrationsdichte in
der Halbleiterindustrie erfordert auch eine
verbesserte Leistungsfahigkeit im Packa-
ging. Das Anwachsen der Kontaktdichte,
die hohere Verlustleistung der Chips und
die schnelleren Signallaufzeiten sind eine
enorme Herausforderung flir eine fort-
schrittliche, hochentwickelte Mehrlagen-
Keramik-Technologie. Schnelle Signalim-
pulse missen durch das Verbindungsnetz-
werk gesandt werden, ohne daf3 die uber-
legene Leistungsféhigkeit des Halbleiters
verloren geht.

Eine Reduzierung der BauteilgroBen und
die Integration passiver Bauelemente sind
die derzeitigen Trends in der Mikroelektro-
nik-Industrie. Nur die neue LTCC-Techno-
logie ermoglicht es, passive Bauelemente,
wie Widerstédnde und Kondensatoren, in
das Mehrlagenpaket der ersten Verdrah-
tungsebenen einzubauen.

Im allgemeinen ist LTCC ein Glas-Keramik-
gemisch, das zusammen mit den Metalli-
sierungspasten (z.B. Ag, AgPd, Au) bei
einer Temperatur unterhalb des Schmelz-
punktes der Metalle gebrannt wird. Somit
vereint LTCC die Méglichkeiten der bei ho-
hen Temperaturen im Cofiring gesinterten
Keramiken (HTCC) mit denen der Dickfilm-
technologie, Zusatzlich bietet dies den Vor-
teil niedriger Sintertemperaturen (< 980 °C)
.und niedriger Dielektrizitdtskonstanten. Es
gibt zwei Grundtypen von LTCC-Syste-
_*“men, wobei eines aus einem Gemisch aus
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Glas und Keramik besteht, das andere eine
auskristallisierende Glaskeramik ist.

Die IBM Produktion GmbH, eine 100%-
Tochter der IBM Deutschland GmbH, fertigt
seit 1976 mehrlagige Chiptradger im Werk
Béblingen/Sindelfingen. Seit diesem Zeit-
raum wurden mehr als 3 Mio. Single- und
Multichipmodule, jedoch nur fiir die IBM-
eigene Computerproduktion, gebaut. Ne-
ben der Herstellung von HTCC-Substraten
begann 1986 der Aufbau einer neuen Pro-
duktlinie fiir eine IBM spezifische Glaske-
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HYBRID

PASSIVE KOMPONENTEN
TRIMMBARE WIDERSTANDE
DICKFILKY SENSOREN

BilD 1: Packaging-
Losungen fiir elek-
tronische Systeme

ramik, die ausschliefllich Substrate fiir IBM-
GrofBrechneranlagen herstellte. Die Produk-
tion dieser Bauteile endete 1994 aufgrund
eines drastischen Einbruchs des GroBrech-
nermarktes und der damit verbundenen
sinkenden Nachfrage nach diesen Glaske-
ramik-Substraten. Die Fertigung wurde
konsolidiert und die Teile werden nun kom-
plett in den USA hergestellt.

Seit 1992 bietet die IBM Produktion GmbH
seine HTCC-Mehrlagentechnologie auf

dem europaischén Mark an. Substrate fir .
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die Anwendung in der Datenverarbeitung
sowie in der Luft- und Raumfahrttechnik
werden an franzosische, italienische und
deutsche Kunden ausgeliefert. Zur Aus-
weitung der Produktionspalette wurde
1993 eine neue Technologie, ein kommerzi-
elles LTCC-System, eingefiihrt. Dabei ist
geplant, die Fertigungskapazitat in dieser
Technologie in den kommenden Jahren fir
sehr hohe Volumina auszudehnen.
Derzeitig gibt es eine Vielzahl von Anwen-
dungen fir HTCC, dabei auch ganz beson-
ders fir LTCC-Substrate, die sich in naher
Zukunft noch drastisch ausweiten werden.
Insbesondere auf dem Gebiet der Automo-
biltechnik mit einer standig steigenden An-
zahl von elektronischen Bauelementen wird
eine starke Expansion erwartet. Speziell in
der aggressiven Umgebung eines Motor-
raumes mit olhaltigen, feuchten, teilweise
salzhaltigen Atmosphéren, die mit extre-
men Vibrationen sowie mit hohen mecha-
nischen und thermischen Belastungen ein-
hergehen, ist die Keramiklésung anderen
Technologien weit Uberlegen. Dies gilt
ebenso bei anderen Anwendungen, bei de-
nen Zuverlassigkeit und Widerstandsféahig-
keit gefordert sind. Die Entwicklung auf
dem LTCC-Sektor trégt dem Fortschritt in
der Automobilelektronikindustrie Rech-
nung, der sich z.B. im Motormanagement,
Antiblockiersystemen, Getriebesteuerun-
gen, FEinspritzanlagen, Airbagausldsesy-
stemen, Sensoren, etc. zeigt. Die Zuverlés-
sigkeitsanforderungen koénnen von LTCC
effektiver erfillt werden.

HERAEUS
DIELEKTRIKUM [aurBEREITEN DER GiESSMASSE |
(PULVER) i
- | ciESSEN DER KERAMIKFOLIE - |
[ AUSSTANZEN |
]
| AUSLAGERUNG |
]
[ VIA STANZEN |
[ maskensTAnzeN |
|
[ scHaBLONENDRUCK (vias) |
HERAEUS I
PASTEN SIEBDRUCK (LEWERZUGE) |
T
L INSPEKTION

I .
‘ STAPELN / LAMINIEREN

[

I

|

SAGEN |
[ smTlEﬂN |
leENSlONEl!.LES MESSEN |
|

]

L
ELEKTRISCHER TEST

i POST FIRING DRUCKE

|__TROCKNEN/ EINBRENNEN |

[ emnmmmen |
| BESTUCKENZUSAMMENBAU |

Bild 2: Schemativscher LTCC-ProneIéavbflauf

Baugruppenfertigung

LTCC ermoglicht Multichip-Mehrlagen-
Module mit sehr hoher Integrationsdichte
herzustellen. Diese Technologie findet so-
wohl Anwendung im Telekommunikations-
bereich, in der Datenverarbeitung als auch
in der Automobilindustrie als eigenstén-
diges Packaging-Konzept. Die Moglichkeit,
auBenliegende Leiterziige in der Mehrla-
genkeramik einzubauen, wird dartber hin-
aus zu einer Weiterentwicklung bei Hy-
bridschaltkreisen fliihren. AuBerdem zeigt
LTCC ein ginstigeres Hochfrequenzverhal-
ten und bietet die Moglichkeit nicht aktive
Komponenten einzubauen (Bild 1).

Die weltweite Konkurrenzsituation tibt im-
mer stérkeren Druck aus, kostengiinstige
Lésungen anzubieten. Dies gilt speziell im
Packaging in der Automobiltechnik mit all
seinen Anforderungen bheziiglich Sicher-
heit, Zuverlassigkeit. Im Vergleich zum or-
ganischen Packaging ist beim Keramik-
packaging der positive Umweltaspekt in
Betracht zu ziehen.

Die derzeitigen Entwicklungsarbeiten be-
ziehen sich auf folgende Punkte:

> Energieeinsparung (z. B. durch Niedrig-
temperatursintern),

> Einsparung von ProzeBmaterialien (z.B.
Sintern in Luft statt Wasserstoff),

> sparsamer Einsatz von Edelmetallen,

> Einfiihrung nicht toxischer Pasten und
£> Betrachtung von Recycling-Konzepten.

Keramik-Packaging-Losungen

. Hybrid-Multichip-Module (MCM) sind be-
kanntermaBen widerstandsfahige und zu-
verlassige Bauelemente fir elektronische
Anwendungen. Speziell in aggressiven
Umgebungen haben diese einen klaren
Vorteil gegentber den herkémmlichen
Leiterplatten auf Epoxidbasis. Fiir solche
Anwendungen wird deshalb der Marktan-
teil stetig anwachsen. Die Entwicklung in
der Automobilelektronik, wo derzeit die Hy-
bridtechnologie dominiert, bewegt sich
sehr schnell in Richtung zunehmender
Komplexitat und Integration. Die Strategie
fiihrender Automobilhersteller tendiert da-
hin, die elektronischen Steuerungen so nah
wie moglich an die Funktionseinheiten
selbst zu bringen. Dadurch kann die Anzahl
der Kabelbdume stark reduziert und so die
Kosten signifikant verringert werden. Dies
bedeutet jedoch, daB viele Steuereinheiten
unter der Motorhaube sitzen und somit
den widrigen Umwelteinfliissen ausgesetzt
sind. In dieser Umgebung bietet sich ein
Hybrid-Packaging auf LTCC-Basis als
Technologie der ersten Wahl geradezu an.
Beim Standard-HybridprozeB wird die Ver-
drahtung in einer sequentiellen Serie von
Drucken, Trocknen und Einbrennen ver-
schiedener Pastentypen auf einem unme-
tallisierten Keramiksubstrat verwirklicht.
Dies geschieht in bis zu 30 Arbeitsschritten
fir ein Produkt mit vier Dickfilmlagen. Auf-
grund dieser komplizierten Fertigungsfolge
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wird diese Technologie fir die oben ge-
nannten Anwendungen an ihre Grenze
stoBen.

Der LTCC-Multilayer-Trager bietet hin-
gegen den Vorteil, daB ein GroBteil der Ver-
drahtung in das Keramiksubstrat integriert
und gleichzeitig der Hybrid-Dickfilm-Pro-
zeB angewandt werden kann. Dies stellt
eine optimale Kombination der Vorteile bei-
der Technologien dar. Zudem besteht die
Mboglichkeit passive Elemente, wie Wider-
stande und Kondensatoren, in die Keramik
zu integrieren. Damit ist vor allem fir
zukinftige Anwendungen eine besonders
attraktive Perspektive aufgezeigt.

LTCC-Marktperspektiven

Es sind definitive Anzeichen zu erkennen,
daB die Marktnachfrage fiir Keramiksub-
strate mittel- und langfristig signifikant
zunehmen wird, da die Keramik weiterhin
erhebliche Vorteile im Vergleich zu Leiter-
platten auf Epoxidbasis bietet. Dies gilt vor
allem fir die speziellen Anforderungen in
der Automobilelekironik.

LTCC dringt zunehmend in den Hybrid-
markt insbesondere fir High-End-An-
wendungen in der Automobil- und Tele-
kommunikationsbranche ein und in den
kommenden Jahren wird in Europa ein
Marktvolumen von bis zu 2 Milliarden DM
erwartet.

Materialeigenschaften
und Anforderungen

Theoretisch gesehen kann eine Vielzahl
von Glaskeramiken bzw. Glas/Keramikmi-
schungen zur Herstellung von LTCC-Sub-
straten verwendet werden. Dennoch tragen
nur wenige Materialien das Potential in
sich, um als Anwendung in der industriel-
len GroBserienproduktion eingesetzt zu
werden. Die Hauptanforderungen an ein
geeignetes LTCC-Systermn sind:

> Sintertemperatur < 900 °C,

> Maoglichkeit zum Cofiring (Schrump-
fungsvertraglichkeit von Metall und Kera-
mik),

> keine Anfalligkeit fir Ag-Migration/
-Diffusion,

2> niedrige Dielektrizitdtskonstante der
Keramik,

> gute elektrische Parameter der leiten-
den Phasen,

> Potential fiir vergrabene, passive Bau-
elemente,

~> gute mechanische Eigenschaften,

> vertragliche Cofiring- und Post firing-
Metallisierungen,

> Dimensionsstabilitat wahrend der Dick-
schicht-Einbrennprozesse,

> robustes Langzeitverhalten,

> Herstellbarkeit in existierenden Produk-
tionslinien und

> wetthewerbsfahige Kosten (im Ver-
gleich zu anderen Technologien).

Unter Berticksichtigung aller oben erwahn-
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ten Gesichtspunkte schrumpft die Anzahl
der méglichen und unter industriellem
Aspekt realisierbaren LTCC-Systeme auf
einige wenige.

Mormentan arbeitet der Fachbereich Elek-
trokeramik der IBM Deutschland Produk-
tion GmbH sehr eng mit dem Produktbe-
reich Dickfilm der W. C. Heraeus GmbH
zusammen. [hr gemeinsames Ziel ist es, zu-
verldssige und qualitativ hochwertige
LTCC-Substrate herzustellen und dem
Maikt anbieten zu kénnen.

LTCC-Substratherstellprozef

Bild 2 zeigt einen schematischen Pro-
zeBfluB der derzeitigen IBM-LTCC-Ferti-
gung.

Die keramischen Rohmaterialien werden in
einem KugelmihlenprozeB zusammen mit
organischen Binde- und Ldsemitteln zu
einer GieBmasse aufbereitet. Diese wird
dann in einem Tape-Casting-Verfahren zu
Folien von 150 bis 300 pm Dicke vergossen.
Danach werden hieraus die sogenannten
Green Sheets" ausgestanzt und sowohl au-
tomatisch als auch visuell auf Fehler inspi-
ziert.

Nach einer gewissen Alterungszeit, die
eine gute Dimensionsstabilitdt gewéhrlei-
stet, folgt das Punching, d. h. das Ausstan-
zen der Durchkontaktierungen (Vias) der
einzelnen Lagen. Dieser Prozef ist voll au-
tomatisiert und beinhaltet eine 100%ige
Uberprifung der Stanzlécher.

Der Pastendruck findet Ublicherweise in
zwei ProzeBschritten statt. Zunéchst wer-
den die Vias mit Ag-Paste in einem Mas-
kendruckverfahren gefillt und ansch-
lieBend bringt man die verschiedenen
Leiterzugmuster in einem Silk-Screen-
Druck auf. Fir die Auflenlagen verwendet
man eine AgPd-Paste. Alle Lagen passieren
eine voll automatische Inspektion auf Via-
Fillgrad und Leiterzugdefekte und es er-
folgt entsprechend eine Aussortierung oder
Reparatur.

Im AnschluB daran werden die verschieden
Lagen eines Produktes automatisch gesta-
pelt und die Laminierung erfolgt bei Tem-
peraturen 70°C unter Druck. Durch einen
SageprozeB3 wird die Grofe der Laminate
definiert.

Das Sintern von LTCC-Teilen erfolgt bei
IBM an Luft in einem Kammerofen, wobei
ein spezielles Temperaturprofil streng ein-
gehalten werden muB. Nach der Uberprii-
fung der AuBendimensionen und der
MaBhaltigkeit der Metallisierungsmuster
(Distortion) schlieBt sich der elektrische
Test an. Hierbei werden alle Netze auf Un-
terbrechungen bzw. Kurzschliisse unter-
sucht. Abhéngig von der Anwendung kann
noch ein galvanisches oder stromloses Ver-
golden der AuBenkontaktierungen stattfin-
den oder die Teile werden direkt als Basis-
substrate flir anschlieBende Dickschicht
Prozesse verwendet.

Baugruppenfertigung'

LTCC- System von Heraeus

Das anmgamsche Ba51smater1a1 des von
Heraeus angebotenen Tapes (Heratape CT.

700) ist in Form der Dickfilmpaste [P 9117 S
als Multilayerdielektrikum bereits seit Ende N .
' nierten Lagerbedingungen, bieten hochle-
: giertere AgPd-Metallisierungen eine zuver-
~ lassigere Losung.

der achtziger Jahre im Emsatz Das Dielek-

trikum hemmt bei den‘tiblichen Brénnteni~
peraturen von 860 his 870°C die Silber:: -
Migration, wie im Artikel Zuverlassige Al 2
" AgPd/Au kommt es zur Diffusion (Kirken- -~

ternative, K. Deckelmann, H. G: Burckhardt
(Sonderdruck aus productromc 1/2 1990)
beschrieben.

Als herausragende Materialeigenschaft ist

. die hohe Erweichungstemperatur des Gla-

ses zu sehen. Wahrend des Sinterbrandes
der LTCC-Schaltung rekristallisiert das
Glas und bildet mit den keramischen
Bestandteilen ein stabiles System, das
die Forderung nach moglichst geringer
Schrumpfung der AufBlenmetallisierung
und Widerstande im anschlieBenden Post-
firing erfulit.

Weiterhin erlaubt die nahezu vollstéandige
Rekristallisation des Dielektrikum das dop-
pelseitige Post-firing im Durchlaufofen,
ohne dafB3 eine Durchbiegung der flachlie-
genden Schaltungen erfolgt.
Verzerrungsfreie, plane LTCC-Schaltungen
erfordern eine Anpassung des Sinterver-
haltens der Innenmetallisierung an das
Sinterverhalten des Dielektrikums.
Anhand von Testlagen von IBM (Bild 3), die
neben einer Abschirmung mit einer
Flachendeckung von > 85 % auch ein hoch-
dichtes Viacluster mit > 40000 Vias auf
einer Flache von 4 1/2" x 4 1/2" aufweist,
konnte die Funktionalitdét des Heraeus-
LTCC-System demonstriert werden.

Kurze Signallaufzeiten einer LTCC-Schal-
tung erfordern innenliegende Leiterzige
mit moglichst geringem Widerstand , was
nur mit reinen Silberpasten realisiert wer-
den kann. Die vertikale Verbindung der Lei-
terzugebenen erfolgt durch Vias, die eben-
falls mit Ag-Paste gefillt werden: Als
AuBenmetallisierung findet in diesem Sy-
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stefn neben Ag auch AgPd und Au Ver- hL

wendung. Liegen zwischen der Fertigstel-
luﬁg der AuBenlagen einer LTCC-Schal-
tung. und dem Bonden von aktiven :
Bautellen langere Zeitrdume mit undefi- -

Am Ubergang von Ag-gefiillten Vias zu

dall:Effekt); die bei Vias geringen Durch-
‘ zu: - einer Materialauszehrung

Bild 3: LTCC-Test-
" lage von IBM mit
>85%
deckung bei der Ab-
schirmung und ei-
nem Viacluster mit
>40000 Vias, Tes-
layout von w. C.
Heraeus

fiihren kann. Als Folge kanndie Anbindung
einen unerwiinéght hohen Ubergangs-Wi-
derstand haben. Im Cofiring-ProzeB bieten
sich zwei Alternativen an:

> Die Vias der obersten Lage werden mit
einer niedriglegierten AgPd-Paste gefillt.
D> Uber das Ag-gefilllte Via wird ein
.Via-Cap“ gedruckt. Hierbei bieten sich
AgPd-Legierungen mit niedrigem Pd-Ge-
halt an.

Aufgrund der abgestuften Legierungskon-
zentrationen des Pd wird eine Verringerung
des Konzentrationsgradienten erreicht und
damit die Diffusionsgeschwindigkeit ver-
ringert.

LTCC-Schaltungen, bedruckt mit Post-
firing-Widerstdanden und Kondensatoren
oder bestickt mit Chip-Widerstanden und
Chip-Kondensatoren, stellen nur den ersten
Schritt zur Erhohung der Integrationsdich-
te dar. Dies reflektiert den derzeigigen
Stand in der LTCC-Technologie unter Pro-
duktionsbedingungen. In Bild 4 ist das
Beispiel eines Testlayouts gezeigt, das fir
eine Anzahl von Qualifikationsschritten
verwendet wird.

Eine weitere Reduktion der Abmessungen
und Fertigungskosten ist nur durch die In-
tegration von vergrabenen Komponenten
moglich. W. C. Heraeus hat sich zum Ziel
gesetzt, 1996 ein Materialsystem mit ver-
grabenen Widerstdnden und Kondensato-
ren anzubieten.
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Zusammenfassung

LTCC bietet auBerst glinstige Vorausset-
zungen fur den zukinftigen Einsatz in der
Automobilelektronik. Die grundlegenden
Anforderungen an die nachste Packaging-
Generation, wie z.B. hohe Integrations-
dichte und Zuverléassigkeit unter extremen
Umwelthedingungen, kénnen erfillt wer-
den. Zudem erdffnet die einzigartige Mog-
lichkeit, passive Bauelemente in den
Multilayer-Teil einzubetten, attraktive und
vielversprechende Perspektiven.

LTCC erlaubt es, die Vorteile einer hoch-
entwickelten Packaging-Technologie mit
denen der Standard-Hybrid-Fertigung zu
kombinieren. Dies wird zu einer Steigerung
der technischen Leistungsfdhigkeit, zu
hoherer Integration und einer weiteren Re-
duzierung der Bauteilgréie fiihren.

Das gemeinsame Ziel des Fachbereich
Elektrokeramik der IBM Deutschland
Produktion GmbH und des Produktbereich

Baugruppenfertigung

Bild 4: LTCC-testlayout mit 101,6 mm x
101,6 mm, 6 Lagen, 0,75 mm Dicke, 16 Chip-
sites, Silbermetallisierung und Bariumal-
umosilikat als Dielektrikum

Dickfilm der W.C. Heraeus GmbH ist im - Z
Rahmen einer engen Zusammenarbeit die :

Realisierung eines funktionellen Bauteils
bis Ende 1995 voranzutreiben.

Weitere Informationen tber LTCC-Sub-
stratmaterialien erhalten Sie von Heraeus
Uber die Kennziffer oder Fax 061 81/357 86

406

Informationen von IBM erhalten Sie tber
die Kennziffer oder
Fax 070 31/12 69 05

productronic

407

productronic

Bernhard H. Mussler und Dieter J. Schwan-
ke sind Mitarbeiter der IBM Deutschland *
Produktion GmbH, Fachbereich Elektrokeramik
in 71034 Béblingen. Christina Modes arbeitet
in der Entwicklung Dielektrika und LTCC-Mate-
rialien bei der W.C. Heraeus GmbH, Produkibe-
reich Dickfilm in 63450 Hanau.

Elektronik-Kleber fiir alle Falle

Loctite hat mit den E-Kit-Produkten ein
komplettes Programm fiir Anwendungen in
der Elektronik vorgestellt, die sich sowohl
von Hand, als auch in Automaten verarbei-
ten lassen.

Loctite Varnistopist ein Sicherungslack mit
sehr guter Haftung auf Kunststoffen, Me-
tallen und Keramiken verbunden mit einem
guten Fillvermégen und einer sicheren
Erkennbarkeit. Nach dem Auftragen mit-
tels Flasche oder Dosiergerdt erfolgt die
Trocknung selbsttatig durch das Verdun-
sten der Losungsmittel. Schon nach ca. 5
Minuten ist die Oberflache abgetrocknet
und die Teile kénnen in jeder beliebigen
Lage gehandelt oder verbaut werden. Die
vollstdndige Durchtrocknung ist nach 6h
erreicht. Der dunkelrote, hochglanzende
Lack verleiht der Sicherungsstelle (Schrau-
ben, Potis etc.) ein sauberes, professionel-
les Aussehen.

Loctite Tempflex ist eine einkomponentige
Dicht- und Klebemasse auf RTV-Silikon-
basis. Das Material ist nicht korrosiv und
kann deshalb fir alle mechanischen und
elektronischen Baugruppen verwendet
werden. Die herausragenden Eigenschaf-
ten von Silikonen sind die extrem hohe
Temperaturbestandigkeit und die enorme
Elastizitat. Loctite Tempflex kann bei Tem-
peraturen von -85 bis +250°C und kurz-
fristig bis +300 °C eingesetzt werden. Es ist
freigegeben nach MILL A 46146 B, Gruppe I,
Typ 1. Das farblose Material hat eine cremi-
ge, nichtflieBende Viskositéat und kann vor-
ziiglich zum Uberbriicken gréBerer Abstan-
de und zum Fillen von Durchfithrungen
verwendet werden. Die sehr gute Haftung
auf Lotstopplacken, Kunststoffen, Metallen

sowie auf Glas und Keramik ermoglicht
eine vielseitige Anwendung. So kénnen
Gehéause und Kabeldurchfithrungen ge-
dichtet, Flexverbinder mit Knickschutz ver-
sehen und stehende Elektronikbauteile
schwingungssicher fixiert werden.

. Loctite Tak Pak ist ein hochviskoser Sofort-

klebstoff auf Cyanacrylatbasis, der in Ver-
bindung mit dem Aktivator 7455 auch in
groBeren Schichtdicken aushértet. Ebenso
erfolgt die Aushértung auch an offener
Oberfléache, so daf3 auch kleine Einbettun-
gen, Fixierungen und Sicherungen erfolgen
kénnen. Verklebungen von Bauteilen auf
Leiterplatten, bei denen man die Warm-
aushértungen klassischer SMD-Klebstoffe
einsparen will, kénnen ebenfalls mit Loctite
Tak Pak erfolgen.

Loctite Black Tak zeichnet sich unter
Beibehaltung der extrem schnellen Aus-
hartung, wie sie bei Cyanacrylatklebstof-
fen bekannt ist, durch besonders gute
zdhelastische Eigenschaften und eine
hohe Temperaturbestdndigkeit von —60 bis
+105 °C aus. Die zusétzliche Verwendung
des Aktivators 7455 1aBt sich die Aus-
hértung noch weiter beschleunigen, wenn
zum Aufkleben von Bauteilen die Leiter-
platie mit Aktivator vorbeschichtet wird
und anschliefend das mit dem Klebstoff be-
schichtete Bauteil leicht an die Leiterplatte
angedrickt wird. Die Aushéartung erfolgt
jetzt innerhalb von 20 bis 30 s zu einer hoch-
festen Verbindung. Auch Oberflachenver-
klebungen von Flex- oder Kabelverbindern
zur Zugentlastung sowie das Schwin-
gungssichern von massereichen Bauteilen
sind gute Anwendungen far diesen Kleb-
stoff.
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Der Loctite Chipbonder 3608 ist ein SMD-
Klebstoff auf Acrylatbasis. Er ist ein ein-
komponentiger, schnellhartender Klebstoff
mit einer Kombinationshartung aus UV-
Strahlung und Warmhartung. Ideal ist die
Kombination von 15 s UV-Strahlung bei 365
nm mit einer Intensitdt von 100 mW/cm?
und einer anschliefenden Warmbhéartung
bei 130 °C iber 3 Minuten. Ein solches Aus-
héartesystem 1aBt sich problemlos in eine
Durchlaufanlage installieren. Auch ohne
UV-Strahlung 148t sich dieses Produkt
aushérten, wobei dann bei 150 °C iiber
3 Minuten gehértet werden sollte.

Der Chipbonder zieht keine Faden und ist
besonders flir sehr schnelle High-Speed-
Dispenser geeignet. Der thixotrope Kleb-
stoff hesitzt eine hohe NaBklebkraft. Somit
vermag er auch auf High-Speed-Be-
stickern die Bauteile zuverlassig in Posi-
tion zu halten.

Nach der Aushéartung werden Festigkeiten
erreicht, die eine groBe Sicherheitsschwel-
le zu den nachfolgenden ProzefBlbelastun-
gen abdecken. So betragt die Zugfestigkeit
fiir einen Chip 1206 ca. 25 N, das Dreh-
moment liegt bei 456 Nmm.

Die elektrischen Eigenschaften erfiillen alle
Anforderungen eines guten Isolierwerk-
stoffes im Elektronikbereich. Der Volu-
menwiderstand betragt 2x10%2 Qcm und
der Oberflachenwiderstand 2x10% Q nach
ASTM D 257. Die Dielektrizitdtskonstnate
liegt fiir 100 Hz bei 5,3 fir 1 KHz bei 5,0. (hh)
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